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摘要 

導電接著劑是半導體中重要材料之一，本作品以樹脂接著劑添加金屬粉末，製成導電接

著劑，並改變不同變因研究，得到以下結論:鬆散堆積的金屬粉末或絕緣體接著劑樹脂不導電；

摻混金屬粉末的導電接著劑固化後才可能形成導電體；導電接著劑配方隨添加粉末種類不同，

導電效果也不同，以摻混銀粉產生的導電效果較佳、不鏽鋼粉的最差；導電接著劑摻混銀粉

時，添加量愈多導電效果愈好；導電接著劑加入少許溶劑後，加熱固化過程因溶劑揮發，可

使配方體積收縮，提升銀粉緊密接觸，促使導電性增加；配方中，銀粉添加產生的的導熱效

果，與導電性有正向關係，但是亦可發現其中差異之處。 

壹、研究動機 

在這個科技爆炸的時代，大部分的電子產品如手機、電腦等都和半導體有著密切的關連。

半導體是一種導電性可受控制，能從絕緣體轉換成導體之一種材料，利用電壓控制之電路設

計，進而成為有邏輯性的元件，在進行積體化後即為所謂的 IC 晶片。而晶片直到組裝至電路

板上，需經過 IC 封裝及元件構裝之製程才能運作。導電接著劑在半導體晶片的封裝過程中，

是極為重要的封裝材料之一，它除了是擔任晶片與金屬導線架的接著，同時作為應力緩衝，

又必須兼具導電與導熱之重要功能。我們從八年級上學期理化課程的第六單元中學到，金屬

具有導電的特性，因此我們以實驗讓絕緣體的高分子樹脂接著劑，藉由加入金屬粉末，製作

成導電接著劑，並探討改變各種金屬粉末的種類、比例等變因，製成的導電接著劑，並探討

所產生導電特性之差異。另外由於晶片運作會累積熱量，當溫度過高時，熱電效應產生變異

時將導致當機，因此我們也探討配方的導熱功能，找出影響配方中導熱效果的因素。  

貳、研究目的 

一、實驗目的: 

(一)比較四種樹脂在製成導電接著劑配方的導電效果，最佳者作為後續實驗用樹脂。 

(二)測試各種金屬粉末狀態時的導電性。 

(三)將各種金屬粉末摻混樹脂，製成導電接著劑，研究配方固化前後的導電性差異。 

(四)以固定樹脂與不同金屬粉末製成導電接著劑，並調整粉末比例，觀察導電率變化。 
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(五)以製成配方後導電性最好的粉末，改變與樹脂的比例製成配方，觀察導電率變化。 

(六)將導電接著劑配方加入微量不同比例的溶劑(酒精)，觀察固化後導電性之變化。 

(七)探討影響配方影響導熱效果的因素。 

(八)使用類奈米銀粉製作成導電接著劑配方，測試配方導電及導熱效果。 

二、探討導電接著劑之導電機構。 

三、探討半導體的相關知識及封裝概念。 

 

參、研究設備及器材 

一、樹脂: 

 

 

 

 

二、金屬粉末: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、硬化劑: 

型號:8511 

表 1--樹脂型號 

材料 壓克力樹脂 1 壓克力樹脂 2 環氧樹脂 1 環氧樹脂 2 

型號 YIZ--3001 YIZ--3003 YIZ--3002 YIZ--3004 

製造商 YizTech 

表 2--金屬粉末規格 

材料 銀粉 A 銀粉 B 銀粉 C 銀粉 D 

型號 E10 9AL SF80 SF295 

粉末粒徑(um) 8~15 10~15 2~10 0.1~2 

充填密度(g/cm3) 1.0 3.4 3.2~5.0 1.0 

表面積(m2/gm) 1.5~2.5 0.7~1.3 0.4~0.7 3.0 

粉末形狀 樹枝狀 片狀 片狀 針狀 

 

材料 銀粉 E 銅粉 不鏽鋼粉 鎳粉 

型號 SF298 FC115A SSF HCA1 

粉末粒徑(um) 0.3~2 10~15 ~8 ~1 

充填密度(g/cm3) 6.1 1.0 0.6 1.1 

表面積(m2/gm) 0.28 0.18 N/A N/A 

粉末形狀 球狀 樹枝狀 片狀 片狀 
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四、器材: 

 

 

表 3--器材圖片及尺寸 

三滾筒機 烘箱 玻片 膠帶 

25x25x24 cm3 -- 76x25.4x1 mm3 型號:3M 810,50 um 厚 

 
 

 

 

游標尺 微歐姆計 細度計 刮板 

-- 25x25x8 cm
3
 13x8x1.3 cm

3
 5x8x0.8 cm

3 

 
  

 

脫泡機 熱傳導數據分析儀 電子天平 硬度計 

80x85x50 cm3 -- 20x20x8 cm3 10x10x3 cm3 

    

攪拌棒 PE 罐 導熱樣品製作製具 三用電表 

20 cm -- 10x5x3 cm3 15x8x4 cm3 

 
   



4 

 

肆、研究過程或方法 

一、實驗進行基本步驟: 

(一)導電接著劑基本製作步驟: 

表 4--製作導電接著劑的基本步驟 

1.將樹脂和硬化劑

依 據 樹 脂 包 裝 上

的建議比例混和 

 

2.秤出金屬粉末和樹

脂需使用的重量(兩

者共 10g，依比例做

重量調整) 
 

3.將秤好的金屬粉

末 與 樹 脂 用 攪 拌

棒混合 

 

4.利用三滾筒機讓配

方均勻混合 

 

5.用脫泡機，讓配方

真空攪拌脫泡 

 

6.配合刮板，使用細度

計測試粉末是否研

磨分散均勻 
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7.配合游標尺，將玻

片上貼上透明膠

帶 
 

8.將導電接著劑配方

塗抹在貼有膠帶的

玻片上面(膠帶撕除

後如右圖) 

 

9.以烘箱加熱固化

配方(175℃,1hr) 

 

10.配方固化後利用微

歐姆計的兩極探針

測試配方的導電效

果 
 

※上表為製作導電接著劑基本流程，我們調整步驟，加入不同變因作為不同實驗研究。 

(二)導熱樣品製作步驟: 

表 5--導熱樣品製作步驟 

1.將配方倒入導熱

樣品模具內，並加

熱使配方固化 
 

2.待配方固化後，從模

具中拿出來，即可

用熱傳導數據分析

儀測試其導熱效果  

二、先期試驗--選擇實驗用的樹脂: 

 將表一中四種樹脂分別和 70%的銀粉 B、銀粉 C 製成導電接著劑配方，比較配方加熱固

化後的導電效果，決定後續實驗用樹脂。 

三、實驗一--測試各種金屬粉末之導電性: 

 利用三用電表定性測試金屬在粉狀堆積時，是否具有導電性。
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四、實驗二--將各種金屬粉末(見表二)製成導電接著劑，研究膠體配方固化前的導電性: 

 將表二中各種金屬粉末以 60%的比例分別製成導電接著劑配方，並以三用電表定性測試

導電接著劑配方固化前的導電效果。 

五、實驗三--將各種金屬粉末(見表二)製成導電接著劑，研究摻混不同金屬粉末的配方固化後

導電性: 

 將表二中各種金屬粉末以 60%的比例分別製成導電接著劑配方，並以微歐姆計定量測試

配方固化後的導電效果。 

六、實驗四--調配可產生導電效果之金屬粉末(見表二)與樹脂的比例，研究導電率與金屬粉末

添加比例之關係: 

 將實驗三中能夠導電的配方，以不同的金屬粉末比例，分別製成導電接著劑，並以微歐

姆計定量測試配方固化後的導電效果。 

七、實驗五--調配銀粉 B 與樹脂摻混的比例，研究金屬粉末的比例與導電特性之關係: 

 將銀粉 B 以 35~80%的比例和樹脂混合(每隔 5%做一組實驗)，觀察摻混的粉末比例與配

方導電效果之關係。 

八、實驗六--嘗試將導電接著劑加入溶劑(酒精):  

    實驗四粉末含量 70%的部分樣品，加入不同比例溶劑(酒精)，觀察導電率的變化。 

九、實驗七--測試配方之導熱效果: 

 以比例不同的銀粉 B，配合樹脂製成導電接著劑配方，將固化的配方，以熱傳導數據分

析儀測試導熱效果，並探討與導電特性之關係。 

十、實驗八--使用類奈米銀粉及奈米銀粉製作成導電接著劑配方: 

 使用銀粉 B 至銀粉 E 製作成導電接著劑配方，測試配方導電特性及導熱特性。 

※實驗中，粉末在樹脂中添加的比例皆為重量比。 
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伍、研究結果 

一、實驗: 

下圖為各個導電接著劑配方均勻塗抹於玻片上，加熱固化後的測試製品: 

 

(一)先期試驗--選擇實驗用的樹脂: 

1.添加銀粉 B: 

表 6--先期試驗(1)實驗結果 

材料 樹脂 1 樹脂 2 樹脂 3 樹脂 4 

型號 YIZ--3001 YIZ--3002 YIZ--3003 YIZ--3004 

9AL 銀粉添加比例 70% 

固化後重量損失(%) 3.0% 1.2% 1.5% 1.2% 

固化後硬度(shore D) 70 75 64 80 

配方加熱固化後體積電阻

(Ω‧cm/1hr ,175℃) 
0.0002 0.013 0.0012 N/A 

流動性及相容性 極佳 佳 佳 差 
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2.添加銀粉 C: 

表 7--先期試驗(2)實驗結果 

材料 樹脂 1 樹脂 2 樹脂 3 樹脂 4 

型號 YIZ--3001 YIZ--3002 YIZ--3003 YIZ--3004 

SF80 銀粉添加比例 70% 

固化後重量損失(%) 3.0% 1.2% 1.5% 1.2% 

固化後硬度(shore D) 67 73 61 78 

配方加熱固化之體積電阻 

(Ω‧cm/1hr ,175℃) 
0.002 0.08 0.01 N/A 

流動性及相容性 極佳 佳 佳 佳 

※體積電阻越低，表示導電率越好。 

(1)銀粉 B 與樹脂 1～3 相容性皆良好，粉體分散後具流動性且色澤光滑；銀粉 C 與

所有樹脂相容性皆良好，但隨著比例添加，導電性略低於銀粉 B。 

(2)樹脂 1 與粉末摻混後，流動性極佳且相容性好，在固化前後的重量損失最大，推

測其廢方固化後體積收縮也最多，所以在分別添加銀粉 B 與銀粉 C 製成導電接著

劑後，得到的導電率也最好。 

(3)配方固化後硬度和導電率無明顯正向關係。 

(4)配方固化後的導電性，與使用的樹脂有絕對關係。 

→樹脂 1 作為後續實驗用之統一樹脂，較易於分析數據。
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(二)實驗一--測試各種金屬粉末之導電性:: 

表 8--實驗一實驗結果 

材料 銀粉 A 銀粉 B 銀粉 C 銀粉 D 銀粉 E 銅粉 不鏽鋼粉 鎳粉 

型號 E10 9AL SF80 SF295 SF298 FC115A SSF HCA1 

粉末導電性 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1.實驗中所使用的金屬粉末，在粉末鬆散堆積狀態下，皆無法測得導電性。 

2.銀、銅、不鏽鋼及鎳，本屬於高導電之材料，但在粉末堆積狀態也無法測得導電性。 

 

(三)實驗二--將各種金屬粉末(見表二)製成導電接著劑，研究膠體配方固化前的導電性:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.導電接著劑在尚未固化前，呈現膠體狀態，並且皆無法測得其導電性。 

2.樹脂在摻混銅粉後，膠體約在十分鐘後反應，產生硬化並且有發熱現象。 

3.樹脂摻混不鏽鋼粉，膠體流動性差且表面粗糙，相容性極差；其餘配方皆易流平且

表面光滑。

表 9--實驗二實驗結果 

 銀粉 A 銀粉 B 銀粉 C 銀粉 D 

型號 E10 9AL SF80 SF295 

粉末比例 60% 

固化前配方導電性 N/A N/A N/A N/A 

備註 流動性佳 流動性佳 流動性佳 流動性佳 

 

 銀粉 E 銅粉 不鏽鋼粉 鎳粉 

型號 SF298 FC115A SSF HCA1 

粉末比例 60% 

固化前配方導電性 N/A N/A N/A N/A 

備註 流動性佳 快速固化 流動性差 流動性佳 
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 (四)實驗三--將各種金屬粉末(見表二)製成導電接著劑，研究不同金屬粉末摻混，固化後

產生之導電性: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.實驗結果導電性以銀粉 B 及銀粉 D 為最佳。 

2.金屬銅的導電性應該極佳，但是在本次導電接著劑配方中，卻無法測得導電效果。

推測與樹脂配方相容性及銅粉本身特性有相關性。  

3.各種金屬粉末製成的導電接著劑中，導電性屬添加銀粉為最佳，其次為鎳粉，其

餘皆無法測得導電性。 

→實驗五以銀粉 B 之配方作為研究之配方。

表 10--實驗三實驗結果 

 銀粉 A 銀粉 B 銀粉 C 銀粉 D 

型號 E10 9AL SF80 SF295 

粉末添加比例 60% 

配方固化測量電阻 

(Ω‧cm/1hr ,175℃) 
0.2 0.003 0.8 0.004 

  銀粉 E 銅粉 不鏽鋼粉 鎳粉 

型號 SF298 FC115A SSF HCA1 

粉末添加比例 60% 

配方固化測量電阻 

(Ω‧cm/1hr ,175℃) 
10 N/A N/A 0.4 
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(五)實驗四--調配可產生導電效果之金屬粉末(見表二)與樹脂的比例，研究導電率與金屬

粉末添加比例之關係: 

表 11-各種配方中金屬粉末比例與導電率之關係 

 

銀粉 A 銀粉 B 銀粉 C 銀粉 D 銀粉 E 鎳粉 

E10 9AL SF80 SF295 SF298 HCA1 

粉末比例 體積電阻(Ωcm) 

55% 0.8 0.01 N/A 0.001 N/A N/A 

60% 0.2 0.003 0.8 0.0008 10 0.4 

65% 0.05 0.00037 0.09 0.0002 3 0.2 

70% 0.0004 0.0002 0.007 0.0001 0.6 0.2 

75% 0.0002 0.0001 0.001 -- 0.02 0.05 

80% -- 0.0001 0.0001 -- 0.004 0.0004 

※金屬粉末添加比例依照易於三滾筒研磨黏度而設計，並前後調整比例 5%~10%。 

※「--」表示膠體黏性過高，粉體無法再添加。 

1.由實驗數據得知，銀粉與鎳粉摻混的配方在適當比例之範圍內，粉末佔的比例越高，

電阻越小；粉末摻混在適當比例範圍中，比例越高則導電率越好。 

2.比較不同銀粉摻混，其導電性與粉體本身比表面積及堆積密度有關，比表面積大者，

添加後黏性增加快速，導電性也較佳。 

3.銀粉 E 粉體表面積小，添加於樹脂 1 中增黏慢，同時導電性隨粉體添加量增加亦緩

慢增加。
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(六)實驗五--調配銀粉 B 與接著劑的比例，研究粉末比例與導電性之關係: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.銀粉 B 添加於樹脂中製成導電接著劑，隨比例增加，體積電阻就會下降，表示導電

率的增加。 

2.銀粉 B 在導電接著劑配方中佔的比例在 55%以上時，開始可測得導電性，在比例

75~80%以上時導電率為較佳。 

3.粉末比例為 75~80%的配方，導電效果是相同的，推測可能已達到此配方導電率的極

限，因此無法測得更低的電阻。 

 

(七)實驗六--將實驗四粉末含量 70%的部分樣品，加入不同比例溶劑(酒精)，觀察導電率

的變化: 

表 13--實驗六實驗結果 

 

粉末 

酒精添加量 

無添加 1g/400g 2g/400g 3g/400g 

體積電阻(Ω‧cm) 

銀粉 A 0.0004 0.0002 0.0001 0.0001 

銀粉 B 0.0002 0.00008 0.00008 0.00007 

銀粉 C 0.007 0.0005 0.0004 0.0004 

鎳粉 0.2 0.04 0.04 0.04 

表 12--實驗五實驗結果 

銀粉 B 

粉末比例 35% 40% 45% 50% 55% 

體積電阻(Ω‧cm) N/A N/A N/A N/A 0.01 

 粉末比例 60% 65% 70% 75% 80% 

體積電阻(Ω‧cm) 0.003 0.00037 0.0002 0.0001 0.0001 
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1.根據實驗結果，添加酒精溶劑可使導電率提升，加一點即有明顯效果，但是添加量

持續增加，導電性提高有限。 

2.研判添加酒精，隨著加熱固化膠體，因為酒精揮發，可觀察出烘烤前後重量損失增

加，同時將增加體積收縮，使加大金屬粉體的擠壓，致使導電率提升。 

 

(八)實驗七-探討配方影響導熱效果的因素: 

表 14--實驗七實驗結果 

銀粉 B 添加比例 體積電阻(Ω‧cm) 熱導（W/mK） 

55% 0.01 1.2 

60% 0.003 1.5 

65% 0.00037 2.1 

70% 0.0002 2.8 

75% 0.0001 4.0 

80% 0.0001 6.1 

※導熱測試是委託專人，以熱傳導數據分析儀測試。 

※樣品製作是將導電膠材灌注在模具中加熱固化，一次兩組，之後取出並將兩面研磨

平整，之後夾住測試薄膜進行測試。參考下圖。 

  

1.根據實驗結果，銀粉添加量持續增加，導電性及導熱性隨之增加。 

2.當銀粉增加至一定比例時，導電性增加有限，但是導熱性卻是大幅提升。 

3.導電性與導熱性隨銀粉比例增加而呈現正向關，但是兩者皆不是完全的正比關係。 
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(九)實驗八--使用類奈米銀粉及奈米銀粉製作成導電接著劑配方: 

表 15--實驗八實驗結果 

銀粉 D (添加比例:50%) 銀粉 E (添加比例:84%) 

粉體:長 2~3um 粉體:長 ~3um 

粉體:寬 ~200nm 粉體:寬 ~3um 

體積電阻(Ω‧cm) 0.001 體積電阻(Ω‧cm) 0.00005 

熱導（W/mK） 0.6 熱導（W/mK） 15 

  

1.銀粉 D 有相對高之比表面積，研判可以增加導電特性。實驗結果如預期，僅僅添加

50%時即可產生高導電效率，證實導電乃是利用銀粉的接觸，當表面積大者，易於

接觸，但是對於導熱特性的提升，則是非常有限。 

2.銀粉 E 有相對高之充填密度，研判可以增加銀粉在膠體中的緊密堆積，進而增加導

熱特性。根據實驗結果，銀粉添加量持續增加至 84%時，導熱性可高達 15 W/mK，

同時亦產生了高導電特性。
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二、應用: 

    導電接著劑為半導體晶片封裝之材料，我們將實驗之成品另行製作，配合取得的晶

片，委請封裝廠協助進行封裝，製成簡易的半導體晶片組，以下為圖片及結構圖 : 

  

↑摻混銀粉 B75%的導電接著劑 ↑半導體晶片所使用的導線架 

 

 

↑此為封裝的半導體晶片之結構圖 ↑此為封裝過後的半導體晶片，內涵摻

混銀粉 B75%的導電接著劑 
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陸、討論 

一、樹脂探討(1): 

在本作品中，所使用的實驗用樹脂為樹脂 1，這是因為四種樹脂在分別製成導電接著劑，

於加熱固化後，樹脂 1 製成的成品固化前後的重量差異、損失最大。而重量損失越多，

代表該配方在加熱固化過程中造成的體積收縮也越多，使樹脂中的金屬粉末排列更為緊

密。因此樹脂 1 製成的導電接著劑測得的導電率最高。 

二、樹脂探討(2): 

在先期試驗中，使用的樹脂 1 摻混金屬粉末製成導電接著劑，固化後體積收縮比其他樹

脂來的明顯。原因是因為樹脂 1 為壓克力樹脂，而其他的樹脂為環氧樹脂或其他樹脂。

雖然壓克力樹脂和環氧樹脂皆為加熱後體積會明顯收縮的樹脂，但壓克力樹脂的收縮程

度普遍較環氧樹脂好，因此較適合作為實驗材料。 

三、粉末不導電、樹脂不導電，製成導電接著劑後可導電: 

由實驗一、二的結果(下表)可得知，金屬粉末經過三用電表測試皆不導電，而製成接著劑，

經過加熱固化後，反而形成通路致使導電。原因是因為金屬粉末在瓶罐中堆積鬆散，堆

積密度小，因此無法測得導電率；但製成導電接著劑，加熱固化後，因粉末之間距離夠

近而導通。 

 銀粉 A 銀粉 B 銀粉 C 銀粉 D 銀粉 E 鎳粉 

型號 E-10 9AL SF80 SF295 SF298 HCA-1 

粉末導電率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

YIZ-3001 添加粉末比例 60% 

體積電阻(Ω‧cm/1hr ,175℃) 0.05 0.00037 0.09 0.004 10 0.2 
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四、金屬粉末探討: 

金屬粉末分為多種形狀，有球狀、樹枝狀及片狀等等，此作品使用的粉末包含樹脂狀及

片狀粉末，其中樹枝狀的金屬粉末因為粉末之間的空隙大，在瓶罐中堆積鬆散，佔有的

空間非常大，相對堆積密度小，此時無法經由三用電表測得導電，主要是因為粉體無法

緊密接觸形成通路。根據相關文獻 3 得知，將粉體經由擠壓，大過一定壓力時，粉體顆

粒距離夠近，便會緊密接觸形成通路，且壓力越大，導電率就會越好。另外，粉體堆積

密度大者，配合粉體表面積大者，經由粉體彼此接觸，產生導電通路之機會相對會比較

高。 

五、金屬粉末摻混於樹脂中，經過加熱固化產生之導電變化與導電機構: 

根據相關文獻 4，樹脂經過加熱固化時，體積會產生 3%~10%的收縮。實驗二的結果(如

下表)得知，導電粉體經過摻混，製成接著劑後，研判樹脂固化前，儘管摻混導電粉末，

亦無法變成導體，而在樹脂固化後產生了收縮，使膠體中粉末因收縮而擠壓產生接觸，

因而形成導電通路。 

六、導電接著劑增加粉末摻混比例，可增加導電率: 

由實驗四、實驗五的結果可以得知，各種金屬粉末在樹脂中的摻混比例，在適當範圍內，

與導電率皆成正向關係。

材料 銀粉 A 銀粉 B 銀粉 C 銀粉 D 銀粉 E 銅粉 
不鏽鋼

粉 
鎳粉 

型號 E10 9AL SF80 SF295 SF298 FC115A SSF HCA1 

固化前體積電阻 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

固化後體積電阻 

(Ω‧cm) 
0.05 0.0001 0.0002 0.004 10 N/A N/A 0.2 
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七、導電接著劑加入少量溶劑(酒精)後，能增加導電率: 

由實驗六的結果可得知，加入微量酒精的導電接著劑，固化後能使電阻變小，是因為在

熱板上加熱固化時，酒精會蒸發使得體積收縮，膠體中粉末擠壓接觸，粉末間距離更為

密集，導電程度也因此增加，但導電性的提高有限。 

八、銅粉的導電接著劑導電率無法分析: 

由實驗三、六的結果(如下表)可得知，未加入微量酒精之銅粉製成的導電接著劑配方，無

法測得電阻數據，原因是因為膠體經過加熱固化後阻抗過高。然而在加入微量酒精之後，

儘管導電性仍不佳，但銅粉的配方已可測得導通。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、不鏽鋼粉的導電接著劑導電率無法分析: 

由實驗三、六的結果(如下表)可得知，由不鏽鋼粉製成的導電接著劑配方，不論是否加入

微量酒精，皆無法測得電阻數據。我們推測是因為不鏽鋼粉末與樹脂的相溶性低，使粉

末不易在樹脂分散而結塊，促使固化後配方表面粗糙；且本身導電性不優，難以使配方

導電；再加上不鏽鋼粉顆粒本身延展性較差，因此當壓力逐漸變大時，也比較難讓樹脂

中的金屬粉末顆粒距離更緊密。 

 

 

 含有 60%銅粉之配方 

銅粉型號 FC115A 

膠體固化測量電阻(Ω‧cm/1hr ,175℃) N/A 

配方添加酒精之比例 1g/400g 

膠體固化測量電阻(Ω‧cm/1hr ,175℃) 0.7 

配方添加酒精之比例 2g/400g 

膠體固化測量電阻(Ω‧cm/1hr ,175℃) 0.7 

配方添加酒精之比例 3g/400g 

膠體固化測量電阻(Ω‧cm/1hr ,175℃) 0.7 
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十、類奈米銀粉製成的配方導電效果較佳: 

類奈米銀粉的表面積較大，所以在製成導電接著劑後，粉末之間接觸面積比其他配方大，

因此在配方加熱固化後，經由粉體彼此接觸，導電效果會相對比較好。 

十二、球狀粉末配方的導熱效果較好: 

球狀的粉末在製成導電接著劑後，因為為球型的因素，粉末彼此間會堆積的緊密，這正

是導熱效果佳的因素之一，所以球狀粉末配方的導熱效果比其他形狀的粉末好。 

 

柒、結論 

一、實驗結論: 

(一)金屬粉末鬆散堆積時，無法形成導電通路，而在製成接著劑之後，經過加熱固化，體

積收縮，致使導電粉體擠壓，而產生通路，使得膠體由絕緣體變成導體。 

(二)導電接著劑在尚未固化前皆為非導體，但在加熱固化後，就有機會成為導電體。 

(三)金屬粉末在導電接著劑中佔有的比例若過少，會使導電接著劑不易導電甚至無法導電；

反之，金屬粉末在樹脂中的比例，在適當的範圍中，加入越多，導電性越好，兩者成

正向關係。 

(四)配方中加入溶劑(如酒精) 的導電接著劑，會因加熱固化過程因蒸發致使體積壓縮，

 含有 60%不鏽鋼粉之配方 

型號 SSF 

膠體固化測量電阻(Ω‧cm/1hr ,175℃) N/A 

配方添加酒精之比例 1g/400g 

膠體固化測量電阻(Ω‧cm/1hr ,175℃) N/A 

配方添加酒精之比例 2g/400g 

膠體固化測量電阻(Ω‧cm/1hr ,175℃) N/A 

配方添加酒精之比例 3g/400g 

膠體固化測量電阻(Ω‧cm/1hr ,175℃) N/A 
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增加粉體的接觸，導致導電性增加。 

(五)導電接著劑的導電效果好，導熱效果不一定好；導電接著劑的導熱效果好，導電效果

也會好。 

(六)球狀粉末製成的導電接著劑配方，在固化後的導熱效果較其他形狀粉末之配方來的更

好。 

二、未來展望: 

(一)使用軟質金屬粉末，製成導電接著劑。 

(二)將導電接著劑應用於生活中: 

1、以導電接著劑修補損壞的線路。 

2、以導電接著劑製作印刷天線。 

3、作為電磁波干擾遮蔽材料。 

(三)探討何種因素能使導電接著劑固化速率增加。 

(四)探討更多金屬粉末種類對導電接著劑的影響。 

(五)製作符合經濟效益且優良導電率之導電接著劑。 

(六)以電子顯微鏡觀察粉末排列結構與導電率之牽連性。 
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【評語】030219  

利用金屬粉與晶片接著劑製作導電膠膜，論述清楚，亦能成功

完成目標。唯銀粉之工作已有不少相關報導，若能加強對其他金屬

之研究部分，成果將更豐厚。 
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